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Kierunki rozwoju technologii

Evolution of Electronic Packaging

1990 ' '92 a3 '94 1985

= i FLIPCHIPYCHIP
PGASPPGA it SCALE FACKAGING

ADAPTIVE
PACKAGING

< W w ..-.-UTEOP

' (TYPE1)
TSSOP/HEASLUG
DEVELOPMENT MEMORY

ADVANCED MCM

- s P

v,ﬁo Yo M coB

Through Hole Surface Mount Fine Pitch/Thin = Modules/System

Nowe technologie monta u, wymagaj Nowych technik wyko czenia PCB
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Procesy wyko czenia powierzchni p ytek PCB

Stannatech
Wymagania zaawansowanych obwodow PCB

P aska powierzchnia pod monta elementow

Powierzchnia nadaj casi do kilkukrotnego
monta u

Redukcja zniekszta ce
Du a niezawodno
Du a produkcja

obwodow drukowanych PCB
monta PCB

Kempatybilne  z bezoe ewiowymi technologiamiimenta ui!

Dobre wyko czenie powierzchni jest niezb dne !!!
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HASL / HAL - Electroless NiAu - Immersion Sn — Immersion Ag
Aplikacje

*)grubo p ytki >2,5mm problemy z wype nieniem

Immersion Immersion Electroless
Aplikacje HASL / HAL Silver Sn NiAu
Silverfinish Stannatech Aurotech

Monta za pomoc SnPhb Tak Tak Tak Tak
Monta za pomoc SnCuAg 2?77 Tak Tak Tak

Wielokrotny monta Tak Tak Tak Tak

Tak, zale y od
Tak rodzaju
Wyprowaeze wyprewadze

Tak, zale ne

Wprasowanie | \Wprasowanie od typu piyitki*)

Nalepianie | Przewodz ce przyleganie Nie Nie ' Tak

Kontakty spr ynowe Nie Nie ' Tak

Kontact
Przyciski Nie Nie ' Tak

Bonding Al — wire bonding Nie Nie ' Nie

HASL / HAL ,Ag & Sn = monta elementow
NiIAu = wielorakie zastosowanie
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Procesy wyko czenia powierzchni p ytek PCB

Stannatech
Konwencjonalne wyko czenia powierzchni

Organic coating (OC lub OSP)
ograniczenia w wielokrotnym monta u
niebezpieczny do monta u bezo owiowego (30-40°C wy szatemp. cieczy)
s aby rozp yw, szczegOlnie po przestarza ych pokryciach NiAu; Sn or Ag

Hot Air Levelling
nierdwna powierzchnia

wysoka temp. stres termiczny: osad i deformacja
nieodpowiedni dla technologii fine line

Electroless Nickel / Gold
wielokrotny monta
kompatybilny z monta em bezo owiowym
drogi i wyrafinowany proces
proces bez mo liwo ci przerobienia
ryzyko zama w uk adach uBGA

Ograniczone okno pracy dla systemow OSP i HAL
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Za 0 eniarozwoju rynku w Europie
Koniec 2001 do 2006

SF-Market 2001 2002 2003 2004 2005 2006

HAL [Mio. m2/y] 6,2 5,0 4,9 4,3 3,6 2,0
Market share of HAL 0,7 0,7 0,7 0,6 05 0,3
ENIG [Mio. m2/y] 1,5 1,2 1,2 15 1,7 1,9
Market share of ENIG 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
Immersion tin [Mio. m2/y] 0,2 0,2 0,3 0,7 1,4 3,0
Market share of Imm. Tin 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 04
OSP [Mio. m2/y] 0,6 0,5 04 04 04 04
Market share of OSP 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Immersion Ag [Mio. m2/y] 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Market share of Imm. Ag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Finish TH TOTAL io. 8,5 6,9 6,9 7,0 7,2 7,4

Zmiana systemu HAL na Immersion Tin
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Procesy wyko czenia powierzchni p ytek PCB

Stannatech
Unikatowy proces - Immersion Tin
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Procesy wyko czenia powierzchni p ytek PCB

Stannatech
Dlaczego Immersion Tin ?

HASL / HAL zaczyna napotyka na
techniczne ograniczenia

Stannatech spe nia wszystkie
wymagania zwi zane z monta em
bezo owiowym

Stannatech jest przyjazny rodowisku
I efektywnie obni a koszty zwi zane z
wyko czeniem PCB

Stannatech — Bez o owiu !!!

Stannatech Intro PPT 22 - 03.01 ART




Stannatech Intro PPT 02 - 03.01 ART
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Procesy wyko czenia powierzchni p ytek PCB

Stannatech
Korzy ci

Produkcja PCB

Mo liwo zastosowania procesu w
aplikacji horyzontalnej jak i verticalnej

Pow oka Stannadip obni a migracje
Cu

Minimalne wytr canie Sn (1V)

Ci g yrecycling chemii za pomoc
systemu z Crystallizer™

Regenerowanie Sn (IV) w
ConStannic™

\Y[e]gl ¥

Bardzo dobry lut uformowany
mi dzy miedzi acyn

Wielokrotny monta mo liwy dzi Ki
odpowiedniej pow oce cyny
0,8 — 1,0um

Brak dendrytéw i whiskersow w
cynie

Mo liwo sk adowania PCB przez
1 rok

Odpowiedni dla technologii
wprasowywania

Unikalny proces zawieraj cy Stannadip, Crystallizer™ i ConStannic™
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Procesy wyko czenia powierzchni pgitek PCB

Stannatech
Sekwencja procesu

Etapy Procesu Temperatura Czas [mins]
[ °C]

Horizontal Vertical

Cleaner

Microetch

Stannadip

Stannatech

03.01 ART

Niska temperatura pracy — Bez szoku termicznego

Stannatech Intro PPT 03 -
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Procesy wyko czenia powierzchni pgitek PCB
Stannatech
Immersion tin - linia verticalna

Brautmeier, Salzkotten
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Procesy wyko czenia powierzchni pgitek PCB
Stannatech
Immersion tin - linia horyzontalna

Fuba, Tunisia
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Procesy wyko czenia powierzchni pgitek PCB
Stannatech
Immersion tin - linia horyzontalna

KSG, Gornsdorf
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Procesy wyko czenia powierzchni pgitek PCB
Stannatech
Immersion tin - linia horyzontalna

Fuba, Gittelde
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Procesy wyko czenia powierzchni pgitek PCB

Stannatech
Wa niejsze aspekty dotycz ce monta u/OEM /CEM

Wielokrotny monta

Czas przechowywania pgtek z Sn
Jednolitagrubo Sn

Solidne pog czenie

SIR / Electrodyfuzja / wpgw jon w
Aplikacje

Cyna wolna od whisker- w
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Procesy wyko czenia powierzchni pgitek PCB

Stannatech
Wpgw czasu na lutowno

Minimalna grubo cyny > 0,8 um
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Procesy wyko czenia powierzchni pgitek PCB

Stannatech - Zestawienie
Wyko czeniai Testy

Wyko czenie Zestawienie test w -
Lutowno

1 lutowanie

3 lutowania

4 godz 155°C

Stannatech 1.0 m 4 godz zaparowana powierzchnia
Tin-A 08 m 24 godz 85°C 85 % RH

Tin-B - 4 dni 40°C 93 % RH

10 dni 40°C 93 % RH

21 dni 40°C 93 % RH

56 dni 40°C 93 % RH

1 rok przechowywane w suchym

Stannatech Intro PPT 09 - 03.01 ART

miejscu
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Procesy wyko czenia powierzchni pgitek PCB

Stannatech - Zestawienia
Testy

" Surface Finish - Solderability Test
Test Condition

Stannatech 1.0 m Tin A0.8 m Tin B 0.6 m

1 reflow Pass Pass Pass
3 reflows Pass Pass Pass
4 hrs 155°C Pass
4 hrs Steam Ageing Pass
24 hrs 85°C 85 % RH Pass
4 days 40°C 93 % RH Pass
10 days 40°C 93 % RH Pass
21 days 40°C 93 % RH Pass
56 days 40°C 93 % RH Pass

1 Year Dry Storage Pass

Stannatech Intro PPT 14 - 03.01 ART
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Procesy wyko czenia powierzchni pgitek PCB

Stannatech
Testowanie rozpgywu za pomoc MENISCO ST 50
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Procesy wyko czenia powierzchni pgitek PCB

Stannatech
Pomiary - Metronelec MENISCO ST 50

0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00 ] =

\ k.
-0.05
-0.10 \

-0.15
-0.20
-0.25

Stannatech Intro PPT 11 - 03.01 ART
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Procesy wyko czenia powierzchni pgitek PCB

Stannatech
Kryteria

Fr [MN/mm ]
0.25
0.20
0.15

0.10 ( \i/
0.05 : < orce after 2, 5, &

A | |

0.00 ' '
L/ zero cross time =t ;g1

-0.05
-0.10
-0.15
-0.20
-0.25

Time [sec]
F +F +F103ec=Fsum

F sum / t zero = Value for ranking

2 sec 5 sec

Stannatech Intro PPT 12 - 03.01 ART
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Procesy wyko czenia powierzchni pgitek PCB

Stannatech
Lutowno + Formacja z IP (cugsn,; Cu,sn)

Warunki postarzania Czas 10000 godz
1godz 4godz 9godz 400 dni

25°C  0,0048um 0,0096um 0,0144um  0,48um

120°C 0,2um 0,4um 0,6um
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155°C 0,36um 0,72um 1,08um

Przyk@d: 1um na@ onej Sn + 0.72um = 0.28um
po 4 godz @ 155°C procesu starzenia

Mo liwoe monta u po 1roku wymaga 1 um Sn !!!
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Procesy wyko czenia powierzchni pgitek PCB

Stannatech
Formacja of IP (cussn,; cu,sn)

Brak formacji IP Nast puje utlenianie powierzchni cyny

Brak mo liwo ci monta y na utlenionej warstwie metalicznej !!!




‘A’ ATOTECH

Procesy wyko czenia powierzchni pgitek PCB

Stannatech
Pasko - Rozkaad grubo ci Sn -

Brak zmian grubo ci cyny f(pad-size)
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Procesy wyko czenia powierzchni pgitek PCB

Stannatech
Pasko - Rozkaad grubo ci Sn -

Grubo Sn w funkcji powierzchni padu

———o

1,00 10,00 100,00 1000,00
Wielko padu [cm?]
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Procesy wyko czenia powierzchni pgitek PCB
Stannatech

Solidno lut w /760 m SnAgCu

Bez starzenia Po 1 lutowaniu

CeP- Asreceved

CBP- F

OSP

Ci ge pog czenie za pomoc lutu

Stannatech ”

6 ® o W @ w @ w o m m m » » o w Ci g@ pogczeniezapomoc lutu
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Procesy wyko czenia powierzchni pgitek PCB

(60%) ubytek pasty lutowniczej
SAC pasta lutownicza

Bez starzenia Po 1 monta u Solder Spread

Wetting angle 26°

60% ubytek
40%

Printed
solder-paste

Wetting angle 5°

Stannatech
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Procesy wyko czenia powierzchni pgitek PCB

Stannatech = Solidno  procesu i pokrycia
Whisker £ SIR/ IPC TM 650 2.6.3.3.

Dlaczego test oporu / izolacji powierzchni ?

Test izolacji materiaan bazowego / solder maski/ cie ek

Obawy zwi zane z mo liwo ci wyst pienia zwar .

arunki test w

85°C @ 85%r.h. na 4 godz @ 50V bias

Pg/tka testowa
IPC B-24 £ 380 /520 um cie ki & odst py

Kryteria

Minimalna rezystancja > 1.2 * 109 Ohm
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Procesy wyko czenia powierzchni pgitek PCB

Stannatech = Solidno procesu i pokrycia
Whisker £ SIR/ IPC TM 650 2.6.3.3.

.65°C/85%RH 85 °C /85 % RH

Spemiamy wymagania test w SIR !!!
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Procesy wyko czenia powierzchni pgitek PCB

Stannatech = solidno procesu i pokrycia
Whisker - Electromigration / IPC TM 650 2.3.14.

Dlaczego test elektrodyfuzji ?

Podejrzenia powstawania Whiskers w + cyna tworzy struktur krystaliczna

Obawy zwi zane z mo liwo ci wyst pienia zwar .

arunki testu

85°C @ 85%r.h. for 7 days @ 10V bias

Pr bkatestowa

IPC B-25 £ 250/ 380 um cie ki & odst py

Kryteria testu

Optical inspection (30x) should show Nie evidence of whisker growth

W peai spesmiamy wymagania test w EM, Brak Whisker- w
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Procesy wyko czenia powierzchni pgitek PCB

Stannatech = solidno procesu i pokrycia
Whisker = SIR - Electromigration / GR-78-CORE / R13.2.7.

Dlaczego test rezystancyjny ?

Test rezystancji materiaan bazowego / solder maski/ cie ek
Obawa o powstanie zwar .

arunki testu
85°C @ 85%r.h. 96h okres stabilizacji bez obci enia

85°C @ 85%r.h. for 500h @ 10V bias
100V mierzone napi cie podczas testu

Pr bkatestowa /
340/ 550 pm lines & spaces

IPC B-25
for SIR 250 / 380 pm lines & space
for electromigration

Kryteria testu
Warto oporu nie powinna si zmieni znacz co na wskutek obci enia.

Kontrola optyczna (10x), wielko  przewodnika nie mo e zmieni si wi cejni
0 20%.
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Procesy wyko czenia powierzchni pgitek PCB

Stannatech = solidno procesu i pokrycia
Whisker = SIR - Electromigration / GR-78-CORE / 13.2.7.

I I I I I
72h 144h 216h 288h 360h 432h 504h

Spemia kryteria test w SIR / Electromigration !!!
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Procesy wyko czenia powierzchni pgitek PCB

Stannatech = solidno procesu i pokrycia
Zanieczyszczenia jonowe

Zanieczyszczenia jonowe = IPC TM 650 2.3.28.

Pr bka: 75% 2-propanole & 25% water @ 80°C for 1h

Inorganic anions were analysed with ion chromatography + IC Dionex 2020i
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Procesy wyko czenia powierzchni pgitek PCB

Stannatech = solidno procesu i pokrycia
Podsumowanie

SIR/IPC TM 650 2.6.3.3.
Minimalna rezystancja > 1.2 * 10° Ohm

Electromigration / IPC TM 650 2.3.14.
Kontrola optyczna (30x) brak formowania si  Whiskers w

SIR- Electromigration / GR-78-CORE / R13.2.7.

lonic Contamination £ IPC TM 650 2.3.28.
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Procesy wyko czenia powierzchni pgitek PCB

Stannatech = solidno procesu i pokrycia
Aplikacje

Kilkukrotny monta
Monta rozpgwowy
Monta na fali

Wprasowywanie

U ywany :
Przemysgmotoryzacyjny
Przemysgelektroniczny
Technologie komputerowe

Sieci
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Procesy wyko czenia powierzchni pgitek PCB
Whisker
Pdstawy

Sn-Whisker :

Wzrost monolitycznych
krysztag w Sn powoduje
niedoskonaa powierzchni

Wpgw : kompozycje elektrolitu, parametry metalizacj,

(wg.literatury*) kompozycje warstw, materiagbazowy, struktur
krystaliczn , obr bk temperaturow ,mechaniczny
stress,...

Name or number
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Procesy wyko czenia powierzchni pgitek PCB

Stannatech
Whisker - zaszeregowanie

Deqgree Amount

0
<=5
<=10
> 10

o

<=10

SI3EB(31313

1
2
3
4
5
6
I
8
9

Wst pna dopuszczalna klasyfikacja 0-3
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Procesy wyko czenia powierzchni pgitek PCB
Whisker Examination
Podstawy

Nowe odKkrycia:

Je eli nast puje wzrost Whiskers w to raczej w otworach

Je eli powsta] to w temp. pokojowej

Procesy temp. powoduj zahamowanie powstawania Whiskers w
Po procesie monta u Whiskersy nie rosn

Wpgw materiagl bazowego jest znacz cy
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Stannatech
Whisker Examination
Historia / Status

380 Test w/Podj ciepr b

Najlepsza wersja dodatk w

Testy implementacji w linii horyzontalnej (May 2002)
Rozwijanie si procesu (2-3Q. 2002)

Nie znaleziono Whiskers w w procesie Stanatech

Bosch AE (K8) zaakceptowagproces Stanatech w sierpniu 02
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Procesy wyko czenia powierzchni pgitek PCB

Co jest wa ne w procesach wyko czenia ?

Gruntowe wypgikanie pgtek jest konieczne,
plamy | odbarwienia powinny zosta usuni te

Unikaj uk@dania paneli na stosie !!
Wysokie ryzyko korozji

Minimalizacja etap w produkcyjnych po procesach wyko czenia

Po procesach wyko czenia wpgw temperatury powinien
zosta ograniczony.
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Procesy wyko czenia powierzchni pgitek PCB

Co jest wa ne w procesach wyko czenia PCB ?

Druk opisowy oraz mask zrywaln nale y nak@ada po procesach

wyko czenia powierzchni
(niebezpiecze stwo org. zanieczyszczenia)

W przypadku u ywania papieru miedzy pgritkami upewnijsi e
- Jest wolny od farb i innych zabrudze
- Jest wolny od opar w organicznych
- Jest wolny od kwasu

Panele powinny by dobrze wysuszone przed spakowaniem

Zastosowanie odpowiednich rodk w ostro no cizminimalizuje
mo liwo wyst pienia problem w !!!
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Procesy wyko czenia powierzchni pgitek PCB

Odpowiedzi na problemy zwi zane z s@abym rozpgwem cyny.

Grubo cyny (<0,7 m)

Stosunek tiomocznika / Sn?* poza specyfikacj
Koncentracja kwasu poza spec.; w rezultacie
otrzymujemy plamy na cynie

Zbytdu e st enie Cuwk pieliz Sn

Nie wystarcza] ce paikanie na ko cu
procesu prowadzi do powstania plan

| prowadzi do korozji powierzchni
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Procesy wyko czenia powierzchni pgitek PCB

Uwagi na temat wyko czenia

Zasady wa ne dla Ag, Sn, NiAu i OSP:

Ko cowe wyko czenie obwodu drukowanego jest
swego rodzaju zg czem pod elementy elektroniczne

Jakiekolwiek nieusuni te zanieczyszczenie powoduje

pogorszenie rozpgwu a co za tym zmniejszenia powierzchni
Z@ cZ miedzy:

Obwodem drukowane / Elementem elektronicznym
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Procesy wyko czenia powierzchni pgitek PCB

Stannatech
Dlaczego wybra Atotech ?

Chemia, wyposa enie i system kontroli od jednego dostawcy

Doskona@m wiedza na temat proces w wyko czenia
pgtek PCB

Innowacjairozw jtechnologii

Wysoki poziom usaig oraz doradztwo techniczne
dost pne nacagym wiecie

Doskona@m wiedza na temat proces w monta u PCB Doskonae ziarno:
0.2mm otw r/2.5mm pgtka

Zdol - . o . . / soldermaska z jednej strony
olno przetestowania pg/tek na miejscu po 4godz 155 C

Intensywna wsp graca OEMs /i firmami
montuj cymi obwody

Spos b & Wiedza tylko z Atotech !!
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Procesy wyko czenia powierzchni pgitek PCB

Stannatech
Lista referencyjna

ElUrepe Asia

Denmark Pridana Macedonia HiTech China Elec & Eltek
Denmark Chemitalic Netherlands Elektronik Apparatus China Hoi Ho
Finland Aspocomp Oulu Netherlands Viasystems Echt China M-Flex
France AST Russia Uniboard China Multek
France Ciretec Spain Cebisa China Viasystems
Germany APL Spain Elbasa Hong Kong Elec & Eltek
Germany Brautmeier Tunisian FUBA Hong Kong EPC
Germany Brockstedt Ukraine MoNielite Hong Kong UPC
Germany FUBA UK Circatex NETET Ibiden
Germany KSG UK Cranford Circuits Japan TechNie East
Germany Ruwel UK DDI Zlin Korea Interflex
India AT&S UK Leicester cts. Korea KCC

India Fine Line Circuits UK Paragon Plating Korea Youngpoong
Ireland Irlandus UK Nierth Riverside Selkirk WETEWSEN Sanmina
Israel Eltek UK Zot Philippines Daeduck
Italy CST FrosiNiene Singapore  MFS (Mflex)
Italy Cistelaier Americas Singapore  3M

Italy Corona U Teradyne Thailand KCET

Italy Dimensione Circuit US M-Flex Taiwan Ton Sheng
Italy Lares Cozzi

Stannatech Crystallizer
Stannatech Crystallizer & Stannatech ConStannic
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Procesy wyko czenia powierzchni pgitek PCB

Stannatech
Zatwierdzenia OEM

Alcatel Niekia (Network)

Bosch Philips

Cisco Systems Schlumberger

Compel Siemens (Berlin, Bocholt, Braunschweig,
Compaq Bruchsal, Ditzingen, Erlangen,
Flextronics Karlsruhe, Shanghai, SRI)
Hella Siemens VDO

Indian Telecom Telital

ltaltel Trenew

Marconi Tyco

Lucent
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Whniosek ?

Najwy szy czas na nowy procesy wyko czenia powierzchni PCB

Email: dieter.walz@atotech.com
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Procesy wyko czenia powierzchni pgitek PCB
Stannatech

Dzi kujemy za uwag !l

Stannatech Intro PPT 24 - 03.01 ART




